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	電子封裝工程師，太棒了！
	專門研究如何保護智能手機內部的人，就叫做「電子封裝工程師」。
	好酷啊！
	他們也在開發更小、 更高密度的封裝，讓我們 能在瞬間取得資料。
	哇……
	太厲害了！ 我長大後也想成為 電子封裝工程師！
	那妳以後得上大學， 拿到工程學位才行。
	勇敢追夢！


	未來工程師們 !
	智能手機裡有許多含有矽晶片的 電子元件，只有使用 X 光才看得見。
	有些晶片會堆疊在一起， 讓智能手機能 瞬間回應我們的指令。

	哇！
	在這些堆疊的矽晶片之間, 有稱為 「凸塊」的金屬導體。這些凸塊很脆弱， 所以會被包覆在環氧樹脂中， 讓樹脂像緩衝墊一樣保護它們。
	哇！原來 它就像緩衝墊一樣，能吸收我摔手機時 的衝擊！
	封裝工程師在樹脂中加入微小 陶瓷球，開發出優異的緩衝材料。 這種材料還能防止水分侵入內部， 避免金屬導體被腐蝕。
	哇，原來我的手機裡 藏著這麼多技術。
	我 猜一定是 很厲害的工程師把它組裝起來的吧



